VYROBA

rozmeru (neho velikosti) 01005

Malé pasivni soucdstky 01005 (0.4 x
x 0,2 mm) a 03015 v posledni dobé na-
byvaji na dilezitosti (integrace, miniatu-
rizace atd.). Spole¢nost Finetech nabizi
komplexni feSeni vcetné opakovaného
vyrovnavani nebo odstrafiovani soucast-
ky, cisténi pdjecich ploSek a nandseni
a vymény pasty (na pfani) s nejlepSim
optickym rozliSenim v primyslu — fe-
Seni zahrnujici kontrolu béhem procesu
v redlném Case.

Jakeé problémy

pfinasi viména SMD 010052

— Oprava soucdstek s jakymkoliv dru-
hem vady: nahrobek, trhliny, chybé&ji-
ci, nespravné umistény nebo otoceny
SMD prvek.

— Regeni ,,vie v jednom* pro viechny f4-
ze procesu.

— Obtizné pozorovani soucdstky pfi
dostatecném zvétSeni a optickém roz-
liSeni.

— Moznost sledovani procesu primo
v misté pracovni plochy.

— Zajisténi procesu manipulace od poda-
ni soucdstky z pasu do mista osazent,
kontrola kfehkych prvkd s velmi niz-
kou hmotnosti (0,04 g / 1000 ks).

— Silové fizend manipulace a osazovani
béhem celého procesu predélavky.

— Kompenzace tepelné roztaznosti silo-
vym vyvdzenim.

— Odstranéni cilové soucastky bez poru-
Seni sousednich SMD.

— VlozZeni nové soucdstky s presnosti
nejméné 10 pm.

Obr. 2 Odpdjent
prvku 01005

Obr. 3 Odstranéné
SMD 01005

— Davkovani pajeci pasty nebo prendseni
pdjeci pasty ve formé typickych tecek
o priméru cca 200 pm.

— Konstrukce nastroje umoZznujictho
pristup k husté osazenym soucastkam
s malou svétlou vyskou.

Obr. 1 Oprava SMD 01005

Jednotlivé faze
opravy SMD 01005

1. faze — Odpajeni: Vadné souldstky
je nutno odpdjet, aniz by to mélo vliv
na sousedni SMD. K tomuto ucelu je
zapottebi optimdlni optické rozliSeni,
dostatecné zvétSeni, upravend kon-
strukce ndstroje a presné nastaveni
privadéného tepla.

2. faze — Odstranéni zbytku pajky:
Zbytky péjky se odstranuji bezkon-
taktné pomoci specializované vakuo-
vé hlavy. Opét je zde hlavnim problé-
mem vyhnout se poSkozeni okolnich
soucastek, i téch s nepatrnou svétlosti.
Pouziva se procesni kamera pracujici

Obr.4 Nanesené
tecky pdject pasty

v redlném Case, kterd umoziuje vizudl-
ni zpétnou vazbu pod rdznymi thly
pti sledovani faze odstranovani pajky
a celého procesu opravy.

3. faze — NanasSeni pajeci pasty: Dav-
kovacf jednotka slouzi k nandsenf{ pa-
jeci pasty na pajeci plosky DPS.

4. faze — Osazeni SMD: Novou soucdst-
ku ziskdme zvednutim ze zdsobniku
nebo pdsu. Modul prezentace uréené
soucdstky je zdrukou snadného nabra-
ni ¢ipu. Toto zvednuti a pajeni malého
pasivniho prvku 01005 se provédi po-
moci téhoz néstroje.

5. faze — Pretaveni: Soucastka 01005
se paji pomoci lokdlniho ohfevu fize-
ného softwarem (na prani v dusiku)
a optimaln{ sily regulované z hlediska
maximalni bezpecnosti a spolehlivych
vysledku.

ReSeni oprav SMD 01005
pomoci pracovisté Finetech

Odstranéni, ¢iSténi, nanaseni pajeci
pasty, osazeni SMD, prretaveni
Spole¢nost Finetech nabizi komplexni
feSeni, kdy cely cyklus opravy probiha
v rdmci jediného systému:

Obr. 5 Montdi
nové soucdstky z pdsu
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Obr. 6 Optické prekryti pro presné Obr. 7 Bocni pohled Obr. 8 Ndstroj pro prvek 01005
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vyrovndni SMD. Vidite obrys poklddané SMD. procesni kamerou s podporou inertnim plynem
— Bezkontaktni odstranéni pfebytecné ni viditelnosti soucdstky ve vynikajici — Konstrukce kompenzuje vlivy tepelné
pajky kvalité. roztaznosti.
— Bezkontaktni ¢isténi — Procesni kamera umoznuje vizudlni — Poskytuje pfesné zaméreny privod tep-
— Nanasenf nebo tisk pdjeci pasty zpétnou vazbu na misté¢ béhem vSech la shora s cilem vyhnout se poruseni
— Osazeni nové soucastky fazi predélavky. sousednich soucdstek.
— Pretaveni soucdstky — Podpora inertnim plynem poskytuje
Nastrojové vybaveni Finetech procesni atmosféru odpovidajici pod-
Optické zaFizeni Vyrobce nabizi specidlné upravené na- minkdm pece pro pretaveni.
k pfesnému vyrovnani stroje pro bezpe¢nou manipulaci s velmi  — Konstrukce nédstroje umoziiuje piistup
a kontrole SMD v reialném case malymi SMD. k husté osazenym soucdstkdm s malou
— Dostatecné zvétSeni a optické rozliSe- — Pfesné ndstroje s vakuovou podpérou svétlosti.
ni k optickému vyrovndvéni a zajiSté- pro bezpe¢nou manipulaci. www.bga-rework.cz
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